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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成23年6月16日(2011.6.16)

【公開番号】特開2010-18832(P2010-18832A)
【公開日】平成22年1月28日(2010.1.28)
【年通号数】公開・登録公報2010-004
【出願番号】特願2008-179573(P2008-179573)
【国際特許分類】
   Ｂ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   1/22     (2006.01)
   Ｈ０１Ｂ   1/00     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   1/02     (2006.01)
   Ｂ２２Ｆ   9/24     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２２Ｆ   1/00    　　　Ｌ
   Ｈ０１Ｂ   1/22    　　　Ａ
   Ｈ０１Ｂ   1/00    　　　Ｅ
   Ｂ２２Ｆ   1/02    　　　Ｂ
   Ｂ２２Ｆ   9/24    　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成23年4月21日(2011.4.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
(A)平均粒径が０.１μｍより大きく５０μｍ以下であり、表面を被覆している有機物量が
５.０重量％以下である銅粒子と(B)揮発性分散媒とからなるペースト状物を複数の金属製
部材間に介在させ、酸素ガスを含有する酸化性ガス雰囲気中にて７０℃以上４００℃以下
で加熱することにより、揮発性分散媒(B)を揮散させ銅粒子(A)同士を焼結して複数の金属
製部材同士を接合させ、しかる後に、水素ガスを含有する還元性ガス雰囲気中にて７０℃
以上４００℃以下で加熱することを特徴とする、金属製部材が該焼結物により接合された
接合体のせん断接着強さが５ＭＰａ以上であり、銅粒子(A)同士の焼結物である接合部分
の体積抵抗率が１×１０-１Ω・ｃｍ以下である金属製部材接合体の製造方法。
【請求項２】
銅粒子が還元法により製造され、揮発性分散媒(B)が親水性溶剤または脂肪族炭化水素系
溶剤であり、金属製部材の金属が、金、銀、銅、パラジウムまたは前記各金属の合金であ
ることを特徴とする、請求項１に記載の金属製部材接合体の製造方法。
【請求項３】
酸化性ガスが０.１体積％以上４０体積％以下の濃度の酸素ガスと窒素ガスの混合物であ
り、還元性ガスが１体積％以上４０体積％以下の濃度の水素ガスと窒素ガスの混合物であ
ることを特徴とする、請求項１または請求項２に記載の金属製部材接合体の製造方法。
【請求項４】
請求項１から請求項３のいずれか１項記載の金属製部材接合体の製造方法により製造され
た金属製部材接合体であって、複数の金属製部材が銅粒子同士の焼結物により接合された
接合体のせん断接着強さが５ＭＰａ以上であり、かつ、該焼結物の体積抵抗率が１×１０
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-１Ω・ｃｍ以下であることを特徴とする、金属製部材接合体。
【請求項５】
金属製部材の金属が、金、銀、銅、パラジウムまたは前記各金属の合金であることを特徴
とする、請求項４に記載の金属製部材接合体。
【請求項６】
金属製部材が金属系基板または金属部分を有する電子部品であることを特徴とする、請求
項４または請求項５に記載の金属製部材接合体。
【請求項７】
(A)平均粒径が０.１μｍより大きく５０μｍ以下であり表面を被覆している有機物量が
５.０重量％以下である銅粒子と(B)揮発性分散媒とからなるペースト状物を半導体素子上
の電気回路接続用パッド部または基板上の電気回路接続用電極部にドット状に塗布し、酸
素ガスを含有する酸化性ガス雰囲気中にて７０℃以上４００℃以下で加熱することにより
、揮発性分散媒(B)を揮散させ銅粒子(A)同士を焼結して、半導体素子上または基板上にバ
ンプを形成し、しかる後に、水素ガスを含有する還元性ガス雰囲気中にて７０℃以上４０
０℃以下で加熱することにより、体積抵抗率が１×１０-１Ω・ｃｍ以下である銅製バン
プを形成することを特徴とする、電気回路接続用バンプの製造方法。
【請求項８】
(A)平均粒径が０.１μｍより大きく５０μｍ以下であり、表面が高・中級脂肪酸で被覆さ
れており、その被覆量が５.０重量％以下である銅粒子と、(B)揮発性分散媒とからなるペ
ースト状物であり、酸素ガスを含有する酸化性ガス雰囲気中にて７０℃以上４００℃以下
で加熱することにより、該揮発性分散媒が揮散し銅粒子(A)同士が焼結し、しかる後に、
水素ガスを含有する還元性ガス雰囲気中にて７０℃以上４００℃以下で加熱することによ
り、焼結途上で接触していた金属製部材へ接着性を有することを特徴とする、金属製部材
用接合剤。
【請求項９】
銅粒子(A)が還元法により製造され、揮発性分散媒(B)が親水性溶剤または脂肪族炭化水素
系溶剤であり、金属製部材の金属が、金、銀、銅、パラジウムまたは前記各金属の合金で
あることを特徴とする、請求項８に記載の金属製部材用接合剤。
【請求項１０】
０.１体積％以上４０体積％以下の濃度の酸素ガスと窒素ガスの混合物である酸化性ガス
雰囲気中にて加熱により銅粒子(A)同士を焼結させた場合の焼結物のビッカース硬さが５
以上であり、かつ、金属製部材が該焼結物により接合された接合体のせん断接着強さが５
ＭＰａ以上であることを特徴とする、請求項８または請求項９に記載の金属製部材用接合
剤。
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